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シンジケートローン契約締結に関するお知らせ 

 

当社は、2024 年 12 月 13 日開催の当社定時取締役会において決議された、株式会社秋田銀

行をアレンジャーとするシンジケートローン契約（以下、「本契約」といいます。）を本日 2024

年 12月 25日付で、締結いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１．本契約の目的 

 当社は、主力製品でありますロール toロール型検査装置及びフラットベッド型検査装置

の受注を国内外の顧客から継続して獲得しており、今後も生成 AI向け半導体を中心とした

半導体市場の更なる拡大による、検査装置需要の増加が見込まれます。また、新事業である

ロール toロール型シームレスレーザー直描露光装置につきましても、EV分野、エレクトロ

ニクスの両分野で、受注獲得に向けた取り組みを継続してまいります。 

 当社の事業は、検査装置及び直描露光装置ともに大量かつ高額の部材調達が先行する事業

形態であるため、受注増加が必要運転資金の増加に直結いたします。そのため、安定的な資

金調達手段を確保する目的として本契約を締結することを決議いたしました。 

 

２． 本契約の概要 

（１） 契 約 形 態 シンジケートローン方式によるコミットメントライン 

（２） 組 成 金 額 総額 20億円 

（３） ア レ ン ジ ャ ー 株式会社秋田銀行 

（４） エ ー ジ ェ ン ト 株式会社秋田銀行 

（５） 参 加 金 融 機 関 

株式会社秋田銀行 

株式会社商工組合中央金庫 

羽後信用金庫 

（６） 資 金 使 途 運転資金 

（７） 契 約 締 結 日 2024年 12月 25日 

（８） コミットメント期間 2024年 12月 30日～2025年 12月 30日 

 

会 社 名 イ ン ス ペ ッ ク 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 菅 原  雅 史 

（コード番号：6656 東証スタンダード） 

問合せ先 執行役員管理部長 佐 藤  保 

 ＴＥＬ 0187-54-1888（代表） 

  



 

                            

３．今後の見通し 

本契約が、2025年４月期業績予想に与える影響は軽微であります。 

 

以上 


